
Des composants électroniques semi-conducteurs, performants de longue durée et fiables considérablement déterminés par la 
contrainte thermique sont soumis aux composants individuels. Un dépassement maximal de la température de service entraîne 
un dysfonctionnement. Un dépassement de la température de jonction conduit à la destruction du semi-conducteur. Une ten-
dance progressivement aggravante pèse sur l‘industrie de semi-conducteurs avec l‘augmentation constante de l‘intégration et 
de la densité de puissance constante des composants électroniques. Pour la solution des problèmes thermiques, tout d‘abord, 
la question se pose quelle sorte de refroidissement doit être prise en considération. Ici, des procédés variés sont à disposition : 
au moyen de convection naturelle (passif) par des solutions diverses de dissipateurs, au moyen de convection forcée (actif à 
l‘aide de moteurs ou d‘unités de ventilation ou au moyen de médias liquides (liquide de refroidissement).

Des composants électroniques et des systèmes possè-
dent, cependant, de nombreux paramètres annexes 
et conditions d‘installation. Le choix d‘une gestion 
thermique optimale se révèle pour cette raison 
souvent difficile. Il y a certainement des possibilités 
de calculer le bon concept de refroidissement par la 
résistance thermique en testant et en vérifiant direc-
tement dans l‘application au moyen de prototypes, 
seulement, aujourd‘hui plus que jamais, des adap-
tations mécaniques personnalisées sont demandées 
et exigées. Aucun traitement ultérieur mécanique, 
comme par exemple, des filetages ou des perfora-
tions supplémentaires peuvent être pris en considéra-
tion pour le calcul de la résistance thermique comme 
réserves de sécurité de la température. Cependant, 
d‘amples modifications exigent un nouveau contrôle 
de la situation thermique.

Afin de trouver la meilleure solution pour le concept de refroidissement, Fischer Elektronik offre, comme prestation, une 
simulation de chaleur assistée par ordinateur.

Facteurs pris en considération pour la simulation de dissipation
Avec la simulation thermique assistée par ordinateur 
les propriétés nécessaires du dissipateur, respective-
ment du concept de refroidissement peuvent être exac-
tement déterminées. Sur la base de concepts physiques 
tel que conservation de la masse, de l‘énergie et des 
impulsions, le logiciel prend en compte les conditions 
thermiques préalables pour une convection naturelle 
ou forcée. Parallèlement le système est basé sur le 
refroidissement par liquides. De plus, la simulation 
de chaleur calcule les effets physiques, comme par 
exemple, le rayonnement thermique et les turbulences. 
Les facteurs d‘émissions de différentes surfaces jouent, 
de même, un rôle. En résultat, le logiciel de simulation 
offre l‘application exacte pour une solution de la dissi-
pation de chaleur de même qu‘une aide énorme pour 
la prise de décision et pour l‘interprétation du design 
électronique.

Avantages de la simulation assistée par ordinateur
La simulation assistée par ordinateur est déjà utilisée dans le développement de prototypes. Pour cela, des cycles de déve-
loppement sont considérablement raccourcis. Des concepts non appropriés peuvent être, rapidement écartés sans grande 
perte de matériau,. En outre, beaucoup de fonctionnalités et options du système de simulation réduisent les dépenses en 
temps et en matériel, en comparaison à un système de simulation dans une chambre de mesure.

Nous vous conseillons volontiers et amplement sur le thème de la simulation de chaleur.

Simulation thermique assistée par ordinateur pour un concept optimal de 
refroidissement
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